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摘要(译)

本实用新型提供一种用于低温多晶硅有机发光显示器件的堆叠电容结
构，包括在玻璃基板上堆叠设置的掺杂的多晶硅层、第一介电层、第一
导电层、第二介电层、第二导电层、第三介电层、第三导电层；掺杂的
多晶硅层与第二导电层通过第一介电层、第二介电层上设置的第一过孔
连接，或者，多晶硅层与第三导电层独立段通过第一介电层、第二介电
层和第三介电层上设置的第二过孔连接，第三导电层独立段与第二导电
层通过第三介电层上设置的第三过孔连接；第一导电层与第三导电层通
过第二介电层、第三介电层上设置的第四过孔连接。本实用新型实现了
在相同的版图设计空间下提高约三倍的电容值，进而在保持电容值不变
的条件下缩小电容结构所需要的版图设计空间。
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